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(54)实用新型名称

一种硅片打磨装置

(57)摘要

本实用新型公开了一种硅片打磨装置包括：

工作台、安装在所述工作台上的上打磨部和下打

磨部；所述上打磨部包括桁架、活动安装在所述

桁架两端的第一推杆、设置在所述桁架中部的上

磨板，所述第一推杆滑动配合于所述工作台；所

述下打磨部包括安装在所述工作台上的支柱、活

动安装在所述支柱上的转盘、啮合于所述转盘的

齿轮机，所述转盘开设有于所述上磨板间隙配合

的通孔；所述通孔处还设有下磨板，所述下磨板

活动连接于第二推杆，所述通孔设置有于所述下

磨板开有的凹槽配合的限位块；本实用新型限位

块根据下磨板的调节位置的不同实现下磨板与

转盘的卡扣连接或下磨板与转盘的分离，满足硅

片单/双面打磨以及对硅片进行顶出的要求。
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1.一种硅片打磨装置，包括：工作台(1)、安装在所述工作台(1)上的上打磨部和下打磨

部；

其特征在于，所述上打磨部包括桁架(21)、活动安装在所述桁架(21)两端的第一推杆

(23)、设置在所述桁架(21)中部的上磨板(22)，所述第一推杆(23)滑动配合于所述工作台

(1)；

所述下打磨部包括安装在所述工作台(1)上的支柱(32)、活动安装在所述支柱(32)上

的转盘(35)、啮合于所述转盘(35)的齿轮机(33)，所述转盘(35)开设有于所述上磨板(22)

间隙配合的通孔；所述通孔处还设有下磨板(34)，所述下磨板(34)活动连接于第二推杆

(31)，所述通孔设置有于所述下磨板(34)开有的凹槽配合的限位块(351)。

2.根据权利要求1所述的一种硅片打磨装置，其特征在于：所述转盘(35)上还设置有于

所述通孔相同弧度的推板(341)，所述推板(341)上设置有于所述工作台(1)螺纹连接的气

缸(342)。

3.根据权利要求2所述的一种硅片打磨装置，其特征在于：所述转盘(35)一侧设置有于

所述推板(341)相对且与所述工作台(1)螺纹连接的引导板(352)，所述引导板(352)与所述

转盘(35)位于同一平面上。

4.根据权利要求1所述的一种硅片打磨装置，其特征在于：所述第一推杆(23)与所述桁

架(21)活动连接，推动所述第一推杆(23)和所述第二推杆(31)移动且与所述工作台(1)螺

纹连接的电机。

5.根据权利要求1所述的一种硅片打磨装置，其特征在于：所述上磨板(22)设有与所述

桁架(21)螺纹连接且于所述上磨板(22)传动连接的驱动电机。

6.根据权利要求1所述的一种硅片打磨装置，其特征在于：所述支柱(32)与所述转盘

(35)滑动配合，所述齿轮机(33)与所述工作台(1)螺纹连接。

7.根据权利要求3所述的一种硅片打磨装置，其特征在于：所述上打磨部和所述下打磨

部外套接有于所述工作台(1)螺纹连接的防护罩；所述防护罩位于所述推板(341)和所述引

导板(352)位置均开设有矩形孔。
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一种硅片打磨装置

技术领域

[0001] 本实用新型涉及打磨平台技术领域，具体是一种硅片打磨装置。

背景技术

[0002] 硅片在加工过程中需要进行打磨处理；传统的第一方式是通过人工将硅片放置在

指定的凹槽位置，打磨完成后通过特殊的工具拿取位于凹槽处的硅片，而这种操作过程会

影响硅片的品质以及人工拿放过程中存在安全隐患，无法根据硅片的打磨状态调整凹槽的

位置；第二方式通过夹爪或翻转设备对硅进行拿取或放置，而这种方式会增加硅片的转移

过程，无法将打磨完成后的硅片直接推移到清洗装置，第三方式对硅片单面或双面进行打

磨时，需要采用不同规格的设备，无法根据硅片的单面/双面打磨进行转换。

实用新型内容

[0003] 实用新型目的：提供一种硅片打磨装置，以解决现有技术存在的上述问题。

[0004] 技术方案：一种硅片打磨装置，包括：

[0005] 工作台、安装在所述工作台上的上打磨部和下打磨部；

[0006] 所述上打磨部包括桁架、活动安装在所述桁架两端的第一推杆、设置在所述桁架

中部的上磨板，所述第一推杆滑动配合于所述工作台；

[0007] 所述下打磨部包括安装在所述工作台上的支柱、活动安装在所述支柱上的转盘、

啮合于所述转盘的齿轮机，所述转盘开设有于所述上磨板间隙配合的通孔；所述通孔处还

设有下磨板，所述下磨板活动连接于第二推杆，所述通孔设置有于所述下磨板开有的凹槽

配合的限位块。

[0008] 在进一步实施例中，所述转盘上还设置有于所述通孔相同弧度的推板，所述推板

上设置有于所述工作台螺纹连接的气缸，所述推杆与所述转盘间隙配合，根据推板的移动

实现硅片的放置和拿取，并根据推板弧度的设置，在推动硅片移动时避免出现硅片的局部

位置受力。

[0009] 在进一步实施例中，所述转盘一侧设置有于所述推板相对且与所述工作台螺纹连

接的引导板，所述引导板与所述转盘位于同一平面上，通过引导板对打磨完成后的硅片进

行转移，使硅片进行下一步骤。

[0010] 在进一步实施例中，所述第一推杆与所述桁架活动连接，推动所述第一推杆和所

述第二推杆移动且与所述工作台螺纹连接的电机，根据电机运转实现第一推杆和第二推杆

不同方向的移动。

[0011] 在进一步实施例中，所述上磨板设有与所述桁架螺纹连接且于所述上磨板传动连

接的驱动电机，驱动电机根据需要控制上磨板不同方向的运转。

[0012] 在进一步实施例中，所述支柱与所述转盘滑动配合，所述齿轮机与所述工作台螺

纹连接，支柱支撑转盘在齿轮机驱动下的运转。

[0013] 在进一步实施例中，所述上打磨部和所述下打磨部外套接有于所述工作台螺纹连
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接的防护罩；所述防护罩位于所述推板和所述引导板位置均开设有矩形孔，防护罩对上打

磨部和下打磨部进行防尘保护。

[0014] 有益效果：本实用新型公开了一种硅片打磨装置，本实用新型通过推板引导硅片

的输送方向，经气缸带动推板将硅片送至硅片预设的凹槽位置以及将打磨完成后的硅片推

移至引导板，避免对打磨完成后的硅片进行翻转操作；电机带动第二推杆移动，使下磨板与

转盘处于同一平面，在推板的移动下使打磨完成的硅片经过转盘推移至引导板位置，完成

下一步的清洗；方面了硅片打磨所需凹槽的深度调节以及对硅片的脱模控制；限位块根据

下磨板的调节位置的不同实现下磨板与转盘的卡扣连接或下磨板与转盘的分离，满足硅片

单/双面打磨以及对硅片进行顶出的要求。

附图说明

[0015] 图1是本实用新型的主视图。

[0016] 图2是本实用新型的俯视图。

[0017] 图3是本实用新型的左视图。

[0018] 图4是本实用新型的下磨板移动示意图。

[0019] 附图标记为：1、工作台；21、桁架；22、上磨板；23、第一推杆；31、第二推杆；32、支

柱；33、齿轮机；34、下磨板；35、转盘；341、推板；342、气缸；351、限位块；352、引导板。

具体实施方式

[0020] 本实用新型通过一种硅片打磨装置，通过限位块与下磨板的调节位置的不同实现

下磨板与转盘的卡扣连接或下磨板与转盘的分离，满足硅片单/双面打磨的要求，下面通过

具体实施例进行对方案的具体描述。

[0021] 实施例1

[0022] 参照图1、图2、图4，一种硅片打磨装置，包括：

[0023] 工作台1、安装在工作台1上的上打磨部和下打磨部；

[0024] 上打磨部包括桁架21、活动安装在桁架21两端的第一推杆23、设置在桁架21中部

的上磨板22，第一推杆23滑动配合于工作台1；上打磨部和下打磨部外套接有于工作台1螺

纹连接的防护罩；防护罩位于推板341和引导板352位置均开设有矩形孔，防护罩对上打磨

部和下打磨部进行防尘保护。

[0025] 下打磨部包括安装在工作台1上的支柱32、活动安装在支柱32上的转盘35、啮合于

转盘35的齿轮机33，转盘35开设有于上磨板22间隙配合的通孔；通孔处还设有下磨板34，下

磨板34活动连接于第二推杆31，通孔设置有于下磨板34开有的凹槽配合的限位块351；支柱

32与转盘35滑动配合，齿轮机33与工作台1螺纹连接，支柱32支撑转盘35在齿轮机33驱动下

的运转。

[0026] 其中，转盘35上还设置有于通孔相同弧度的推板341，推板341上设置有于工作台1

螺纹连接的气缸342，推杆与转盘35间隙配合，根据推板341的移动实现硅片的放置和拿取，

并根据推板341弧度的设置，在推动硅片移动时避免出现硅片的局部位置受力。

[0027] 实施例2

[0028] 参照图2，转盘35一侧设置有于推板341相对且与工作台1螺纹连接的引导板352，
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引导板352与转盘35位于同一平面上，通过引导板352对打磨完成后的硅片进行转移，使硅

片进行下一步骤。

[0029] 其中，第一推杆23与桁架21活动连接，推动第一推杆23和第二推杆31移动且与工

作台1螺纹连接的电机，根据电机运转实现第一推杆23和第二推杆31不同方向的移动；上磨

板22设有与桁架21螺纹连接且于上磨板22传动连接的驱动电机，驱动电机根据需要控制上

磨板22不同方向的运转。

[0030] 工作原理说明：首先将需要打磨的硅片放置在推板341上，通过气缸342带动推板

341移动使硅片进入通孔处，并经下磨板34对硅片进行支撑，此时根据硅片打磨面的要求对

下磨板34的高度位置进行调节；

[0031] 当需要进行单面打磨时，通过电机的驱动带动使下磨板34与限位块351卡扣连接，

在连接状态下下磨板34与通孔之间形成凹槽，对硅片进行位置限制，而第一推杆23在电机

的带动下与通孔对齐，并缓慢靠近下磨板34，此时在驱动电机的带动下使上磨板22旋转，下

磨板34静止，进而实现单面打磨；

[0032] 当需要进行双面打磨时，在上磨板22旋转的同时，使齿轮机33旋转并带动啮合的

转盘35旋转，在限位块351与下磨板34的卡扣连接下使下磨板34转动，进而实现双面打磨；

[0033] 硅片打磨完成后，在电机带动第二推杆31移动，并使下磨板34脱离限位块351，此

时下磨板34与转盘35保持同一水平面，此时在气缸342带动推板341的移动下，推动打磨完

成的硅片进入引导板352，进而使硅片进行下一步骤的清洗。

[0034] 以上结合附图详细描述了本实用新型的优选实施方式，但是，本实用新型并不限

于上述实施方式中的具体细节，在本实用新型的技术构思范围内，可以对本实用新型的技

术方案进行多种等同变换，这些等同变换均属于本实用新型的保护范围。
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图1
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图2

说　明　书　附　图 2/3 页

7

CN 220260407 U

7



图3

图4
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